
Solderi
Jonathan D

USCi_AN00

1 Sco

This docum
devices,  i
recommen

2 Unit

UnitedSiC 
drawing of

Figure 1 Cro

In the case
with  eithe
mounted o
bonded co

All  Genera
UnitedSiC 
integrity at
connection
significantl
junction‐ca
temperatu

All UnitedS
high meltin

3 Refl

The major
placement
soldering i
reflow sold
time durat

ing and R
Dodge, P.E. 

015 – February

pe 

ment provides 
ncluding  (but
ndations for pr

tedSiC THT

THT devices ar
f a TO‐247 belo

oss section of TO

e of SiC JFET a
er  high‐temper
on a ceramic s
opper, with the

ation  3  (part 
diodes except
t temperature
ns during PCB 
ly  reduced  the
ase thermal re
ure solder that 

SiC products a
ng temperatur

low Solder

r  process  step
t  of  componen
s typically used
dering providin
tion at tempera

Rework of

y 2018 

recommenda
t  not  limited 
oduction assem

T Construc

re constructed
ow in Figure 1.

O‐247 (bond wir

and SiC  junctio
rature  solder 
substrate.   The
e top‐side copp

number  begin
t  some  rated a
es of several hu
assembly or 
ermal  resistan
sistance listed
melts at 380 °

re RoHS comp
re solder is allo

ring 

ps  in  reflow  so
nts  onto  the  s
d for surface‐m
ng the maximu
atures above 2

of UnitedS

Unite

tions for solde
to)  TO‐247 

mbly soldering

ction 

d on a 100 % m
  The TO‐220 a

res excluded and

on‐barrier Scho
or  silver  sinte
e ceramic subs
per forming a p

ns  with  UJ3  o
at 50 A or hig
undred degree
rework proces
ce between  th
 in datasheets
C. 

liant, even tho
owed by the Ro

oldering  includ
solder  paste,  p
mount technol
um temperatur
250 °C to 10 se

SiC THT D

Solder
d Silicon Carbide

ering and rewo
with  three 

g as well as rew

matte tin plated
and other THT 

d some proport

ottky diode, th
ering.    The  lo
strate  is often 
printed circuit p

or  UF3)  and  n
gher are  silver 
es C, and there
sses.   A  furthe
he  chip and  th
s.  All cascodes

ough those tha
oHS initiative.

de  application 
preheating,  so
ogy (SMT) dev
re reached is l
conds or less.

Devices

ring and Rewo
e 

ork of UnitedS
or  four  lead

work. 

d copper lead‐f
device constru

ions exaggerate

he chips are at
w‐voltage MO
referred to as
pattern. 

newer  JFETs  a
sintered.   Silv
efore there  is 
er advantage o
he  copper  lead
s prior Generat

at use solder in

  of  solder  pas
older melting, 
vices, UnitedSiC
ess than 300 °

Ap
USCi_AN0

S

rk of UnitedSiC

SiC through‐ho
ds,  and  TO‐2

frame, as show
uction are simi

ed for clarity) 

ttached direct
OSFET  used  in
s DBC, which s

nd  cascodes 
ver  sintered co
no concern of
of  silver  sinter
d‐frame, whic
tion 3 use high

nstead of sinte

ste  to  pads  o
and  cooldow
C THT devices 
°C. It is recom

pplication N
0015– February

Soldering and r

C THT Devices

old technology
220. Include

wn in a cross‐s
lar. 

ly to the  lead‐
  cascode  dev
stands for the 

use  silver  sint
onnections ma
f re‐melting sin
ring  versus  so
h  results  in a 
h‐lead content

ering.  Use of l

n  the  circuit 
n. Although 
are compatibl

mmended to lim

Note
y 2018

rework

1

y  (THT) 
d  are 

section 

‐frame 
ices  is 
direct 

tering.  
aintain 
ntered 
lder  is 
lower 
, high‐

ead in 

board, 
reflow 
e with 
mit the 



Soldering a

2 

4 Wav

The major 
on  the  bo
cooldown.

Figure 2 Typ

All UnitedS
the  solder
temperatu
235 or 260
10 seconds

Bond wire
extreme te
exposed to

5 Man

Solder iron
PCB pad, a
solder iron
is more  im
circuit boa
This requir
to quickly 
the iron tip
Therefore,
maximum 
devices. 

 Use th
hole t
very  c
perfor
during

and rework 

ve Solderin

process steps 
oard,  preheat, 
  The process m

pical dual‐wave 

SiC THT device
r  is  less  than 
ures above 250
0 °C for tin‐lea
s. The preheat

s are not show
emperature cy
o the molten so

nual Solde

n tip temperat
and  to melt  th
n tip temperatu
mportant  than 
ard and the de
res the iron tip
make the solde
p temperature
  the maximum
solder  iron  tip

hermal relief p
o copper pour
common  for T
rmance makes
g the solder pro

Solderi

ng 

in wave solde
passing  the  c

may also includ

solder profile 

es are compati
300  °C.    It  is 

0 °C to 10 secon
ad or lead‐free
t temperature 

wn in Figure 1,
cling.  A THT d
older, preferab

er and Rew

tures common
he solder so  th
ure to make a 
minimizing  iro
vice lead, espe
p temperature 
er connection.
e, unless the iro
m  lead  temper
p  temperature

patterns on cir
r and internal p
HT power dev
 circuit board 
ocess, forcing f

ing and Rewor
Unite

ring include fix
circuit  board  a
de application 

ible with wave
recommende

nds or less.  In 
 solder respec
Tpreheat is typic

 but wire bond
device should n
bly after prehe

work 

ly far exceed 3
hat  it  flows an
good solder jo
on  tip  tempera
ecially if a JFET
to far exceed 
  The lead‐fram
on tip is left in
rature  for sold
e.   The  followi

cuit board pad
plane areas.  S
vices.   Eliminat
assembly imp
far excessive s

rk of UnitedSiC
d Silicon Carbide

xing the THT co
assembly  acro
of flux before 

e soldering pro
ed  to  limit  the
the recommen
ctively, and the
ally 100 to 130

d connection i
not be immers
ating. 

300 °C, which
nd adheres  to 
oint is recomm
ature.   Substa
T/cascode dra
the melting te

me temperatur
n direct contact
ering  in Unite
ng practices g

ds, which are “
See Figure 3 fo
ting  thermal  r
ractical and un
older time. 

C THT Devices
e 

omponents to 
oss  one  or mo
the soldering 

ocesses provid
e  time  duratio
nded dual‐wav
e maximum du
0 °C. 

integrity is an 
ed into molten

is necessary to
make a good 

mended.  Howe
antial heat  is d
in lead or diod
emperature of
re near a semic
t with the dev
edSiC datashee
generally ensu

“spokes” that 
r an example.
elief patterns 
nreliable beca

USCi_AN00

 the circuit bo
ore waves  of 
process, and w

ding the maxim
on  of  leads  ex
ve solder profi
uration at both

important fact
n solder.  Only

o preheat the 
solder  joint.   

ever, minimizin
drawn away  fr
de cathode lea
f the solder be
conductor chip
vice lead for an
ets  is not  to be
re  safe  solder

connect from 
 Connections 
in an effort  t
use too much 

www.unitedsi

015 – February

ard and/or hea
molten  solde

washing afterw

mum temperat
xposed  to  sol
le of Figure 2, T
h peaks combi

tor relating to 
y the leads sho

device lead an
Using  the min
ng the solderin
rom  the  joint b
ad is being sold
eing applied in
p is much lowe
n excessive dur
e  interpreted 
r and  rework o

the plated thr
to power plan
o improve ele
heat is drawn

ic.com

y 2018

at sink 
r,  and 

ward. 

ture of 
der  at 
Tpeak is 
ined is 

rapid, 
uld be 

nd the 
nimum 
g time 
by  the 
dered.  
 order 
er than 
ration.  
as  the 
of THT 

rough‐
nes are 
ectrical 
n away 



www.unite

USCi_AN00

 Use an
transf
solder

 Wait u
Most q

 Apply 

 Wet th

 Prehe
tip. 

 Apply 
then im

For  remov
heatsink fi
tip is hollo
It is prefer

Following 
never take
or rework 

Figure 3 Exa

edsic.com 

015 – February

n appropriate 
er  heat,  thus 
ring THT leads.

until the solder
quality solder i

flux if needed

he solder tip w

at the circuit b

more solder a
mmediately re

ving  THT  devic
rst.  Use a des
ow, allowing it 
able not to use

these guidelin
e longer than 1
process, and/o

ample of therma

y 2018 

solder  iron  tip
increasing  th
 

r iron tip temp
irons reach the

. 

with solder. 

board pad and

as needed to g
emove the iron

ces  for  rework
soldering tip w
to fit over the
e a hot air gun 

nes, solder  join
10 seconds; oth
or soldering eq

al relief "spokes

Unite

p. Tips  that a
e  solder  time

perature has re
eir operating te

d the THT devi

get a good fille
n tip from the s

k,  if  at  all  poss
with a vacuum 
e THT device le
for rework be

nts can be con
herwise somet
quipment. 

s" to TO‐247 lea

Solder
d Silicon Carbide

re  too small o
unnecessarily

eached its ope
emperature w

ice  lead by con

t between the
solder joint are

sible,  remove 
system and filt
ead, thus quick
cause the heat

nsistently made
thing should be

ds, with slots be

ring and Rewo
e 

or  too pointed
y. A  chisel  ti

rating tempera
ithin a several 

ntacting them 

e circuit board 
ea. 

or  thermally 
ter to remove 
kly and uniform
t may degrade

e or removed 
e corrected in 

etween leads to

S

rk of UnitedSiC

d have  insuffic
ip  is  generally

ature before a
seconds of be

 both with the

pad and the T

separate  the  T
the molten so

mly melting the
e adjacent sold

in  less  than 5
the circuit boa

o increase creap

Soldering and r

C THT Devices

ient mass  to q
y  a  good  choi

attempting to s
eing powered o

e wetted solde

THT device lea

THT  device  fro
older.  A desol
e entire solder
er joints. 

5 seconds.    It s
ard design, sol

page distance 

rework

3

quickly 
ce  for 

solder.  
on. 

er  iron 

d, and 

om  its 
dering 
r joint.  

should 
dering 


